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以下資料由均華精密工業股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。
以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意


   認購相關資訊
   公司簡介
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：均華精密工業股份有限公司 (股票代號：6640)
	輔導推薦證券商
	凱基證券股份有限公司
群益金鼎證券股份有限公司
中國信託綜合證券股份有限公司

	主辦輔導券商聯絡人電話
	凱基證券股份有限公司  顏小姐(02)2181-8888#8108

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	輔導推薦證券商認購均華精密工業股份有限公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	主辦
	協辦
	協辦

	
	凱基證券
股份有限公司
	群益證券

股份有限公司
	中國信託綜合證券股份有限公司

	認購日期
	預計106年8月7日

	認購股數（股）
	828,000
	100,000
	100,000

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	3.22%
	0.39%
	0.39%

	認購價格
	40元

	認購價格之訂定
依據及方式
	目前證券投資分析常用之股票評價方法主要包括市價法如本益比法(Price/Earnings Ratio, P/E Ratio)、股價淨值比法(Price/Book Value Ratio, P/B Ratio)，係透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評價企業之價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整；成本法亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎；另現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method, DCF)則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。
其中，成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握，故本次輔導推薦證券商認購均華股票認為採用市價法為較佳的評價模式，又基於均華屬獲利營收穩健型公司，茲就本益比法進行評估。

本益比法
公司
106年4月
106年5月
106年6月
平均
萬潤(6187)
16.80
16.88
14.64
16.11
鈦昇(8027)

NA

NA

NA
NA
單井(3490)

81.03

48.17

10.80
10.80(註)
弘塑(3131)
11.03
11.45
13.40
11.96
京鼎(3413)
13.35
16.24
15.98
15.19
資料來源：證券交易所、證券櫃檯買賣中心網站資料。

註：單井106年4月及5月本益比明顯異常予以剔除不計。
該公司主要係從事半導體製程設備及模具之研發、製造及銷售，核心技術產品包括精密取放、光電整合以及精密加工，故擬以此三個面向的技術或產品相近的上市櫃同業作為選樣考量。選擇從事半導體、被動元件、發光二極體及檢測等自動化設備製造商，半導體設備包括植球機、收/送料機、點膠機、晶圓分選機之萬潤科技股份有限公司(上櫃公司：6187)；半導體封測、LED封測軟性電路板(FPC)製程、被動元件製程之生產設備製造商，並以雷射打印及電裝清洗為主之鈦昇科技股份有限公司(上櫃公司：8027)；以及光電及半導體封裝模具及自動化設備製造廠，專精於半導體及光電封裝模具之單井工業股份有限公司(上櫃公司：3490)作為其比較同業。又鈦昇因最近四季為虧損無本益比可參考，單井106年4月及5月本益比明顯異常，故增列同為半導體設備製造商，以半導體濕製程設備製造商之弘塑科技股份有限公司(上櫃公司：3131)；及半導體、光電、醫材生產、環安、汽車電子檢測自動化設備製造商之京鼎精密科技股份有限公司(上市公司：3413)作為參考。
由上表得知，均華之採樣同業最近三個月之平均本益比排除極端值後落在11.96倍~15.19倍，以均華105年底財務報表所列示之每股盈餘4.67元為基礎，扣除非常規性營業外收入(蘇州廠搬遷補助款)之調整後每股盈餘3.11元計算，故均華每股參考股價區間約為37.20元~47.24元，議定認購價格為40元，介於每股參考股價區間之內。
參酌均華經營績效、獲利情況、所處市場環境、產業未來成長性及同業之市場狀況，並考量興櫃巿場流動性不足之風險後，本公司與均華共同議定之每股認購價格為40元，應尚屬合理。




	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	均華精密工業股份有限公司係於中華民國99年10月15日登記設立，前身為均豪精密工業股份有限公司(成立於67年)半導體事業部門及蘇州均華精密機械有限公司(成立於92年)，於100年3月1日分割受讓予均華，主要從事半導體相關生產設備及模具之研發、製造及銷售。

均華以核心技術為基礎，與半導體一線大廠建立合作夥伴關係，共同發展其所需要的製程設備，即為我們的研發核心策略。本公司的核心技術包括精密取放技術，精密加工技術，以及光電整合技術。
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均華不斷致力新製程需求的設備研發，促使技術能力不斷提昇，帶動全系列產品的性能改善，並以創新產品對策協助客戶提昇其在訂單取得的競爭能力，深受客戶肯定。同時與政府各財團法人等學研機構合作開發先進的封裝設備關鍵技術，也結合國外關鍵模組廠商技術優勢，以優異的整合能力憑藉有限資源發揮最大研發成果，因而建立良好的獲利基礎。更因長年的技術積累，相關核心技術亦居於國內相關產業之領先地位。
未來均華將持續與一線廠配合尋找新產品開發，開發新使用客戶群與尋找其他類似行業對我們現有設備的延伸與發展，再覓新產品主製程項目或其他相應行業發揮我們研發團隊強項。發掘不同領域產業需求讓我們的經營觸角往外延伸，不受單一產業景氣影響。



                                                                          

	主要業務項目：

主要從事半導體製程設備及模具之研發、製造及銷售。

	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：
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	產品名稱
	產品圖示
及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度

營收金額
(千元)
	占總營收比重
(%)

	半導體製程設備
	晶粒挑揀機

[image: image5.jpg]



	主要針對8-12吋晶圓切單後，依具晶圓測試或外觀檢查的結果將晶粒擺放載具中以分級管理或外續製程，載具包括tray盤、12吋晶圓鐡環等各式應用。
	819,649
	86.33

	
	黏晶機
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	主要對12吋晶圓切單後，將晶粒以膠材黏合固定於載板上，以利後續打線或其他封裝製程。載板可因封裝製程的不同而異，包括傳統封裝、晶圓級封裝、覆晶封裝及2.5D/3D等先進封裝。
	
	

	
	沖切機
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	主要針對電路所使用的軟板和IC所使用的硬載板，進行外型與內孔的沖切，沖切的過程經由機器視覺對位輔助並搭配精密的模具以達到高精度的沖切，以符合高階製程品質的。
	
	

	
	封膠機
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	封裝測試廠使用，各式各樣不同的塑封模具和塑封機從以往的手動，半自動一直到全自動。為配合3C產品的輕薄小、目前最新的wafer 塑封已在試用階段。
	
	

	
	雷射刻印機
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	由於綠色環保意識抬頭，油墨廢料的汙染環境變成了一大課題，所以雷射刻印便成了封裝廠的首選。雷射無汙染、快速、便捷且多樣化就成了新寵兒。設計了產品自動化上下料、來料二維碼批次判讀、產品視覺定位、產品刻印後清潔、產品刻印後刻印圖形瑕疵品檢查等，一系列的配合工廠無人自動化設備。
	
	

	
	視覺檢查機
[image: image10.png]



	應用外觀檢查技術配合各種封裝或晶圓的檢查，檢查的項目包括晶粒的瑕疵、封裝的精度，以提高製程品質的掌控。
	
	

	其他
	包含零件類及技術服務類
	129,744
	13.67

	合計
	949,393
	100.00


                                                                          

	最近五年度合併簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
單位：新臺幣千元                      

	年度

項目
	101年
(註1)
	102年
(註1)
	103年
(註2)
	104年
(註2)
	105年
(註2)
	106年截至
6月份止
(自結數)
(註3)

	營業收入
	413,280
	412,937
	837,653
	971,215
	949,393
	515,058

	營業毛利
	110,353
	105,264
	249,815
	338,916
	330,771
	189,982

	營業損益
	25,026
	31,816
	107,701
	137,679
	104,647
	63,652

	營業外收支
	53,863
	16,714
	14,800
	19,595
	56,621
	(8,434)

	稅前損益
	77,715
	48,256
	122,501
	157,274
	161,268
	55,218

	稅後損益
	62,862
	38,110
	95,352
	118,052
	118,374
	40,627

	(稀釋)每股盈餘（元）
	2.72
	1.53
	3.77
	4.56
	4.49
	1.58

	股利發放
	現金股利(元)
	-
	2.00
	2.00
	2.50
	3.37
	3.50

	
	股票股利
	資本公積轉增資(元)
	-
	-
	-
	1.00
	-
	

	
	
	盈餘轉增資(元)
	-
	-
	-
	-
	-
	


註1：係個體財務報告，依我國財務會計準則編制，經會計師查核簽證

註2：依國際財務報導準則，經會計師查核簽證
註3：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。
	最近五年度合併簡明資產負債表
單位：新臺幣千元
                    單位：新台幣仟元

	年度

項目
	101年
(註1)
	102年
(註1)
	103年
(註2)
	104年
(註2)
	105年
(註2)

	流動資產
	340,572
	317,844
	993,776
	1,072,950
	1,118,090

	不動產、廠房及設備
	7,760
	6,331
	54,844
	49,843
	54,120

	無形資產
	82
	0
	883
	377
	221

	其他資產
	538,192
	578,446
	55,316
	67,320
	60,111

	資產總額
	886,606
	902,621
	1,104,819
	1,190,490
	1,232,542

	流動

負債
	分 配 前
	152,084
	146,888
	283,319
	342,621
	335,800

	
	分 配 後
	152,084
	97,743
	233,784
	255,935
	249,114

	非流動負債
	19,883
	21,311
	28,650
	34,605
	66,326

	負債

總額
	分 配 前
	171,967
	168,199
	311,969
	377,226
	402,126

	
	分 配 後
	171,967
	119,054
	262,434
	290,540
	315,440

	股本
	245,725
	247,675
	247,675
	247,675
	257,175

	資本公積
	355,872
	358,719
	358,728
	333,961
	355,450

	保留

盈餘
	分 配 前
	97,429
	86,395
	155,848
	211,981
	243,669

	
	分 配 後
	97,429
	86,395
	106,313
	150,062
	156,983

	其他權益
	15,613
	41,624
	30,599
	19,647
	(25,878)

	庫藏股票
	-
	-
	-
	-
	-

	非控制權益
	-
	-
	-
	-
	-

	股東權益總額
	分 配 前
	714,639
	734,422
	792,850
	813,264
	830,416

	
	分 配 後
	714,639
	734,422
	743,315
	726,578
	743,730


註1：係個體財務報告，依我國財務會計準則編制，經會計師查核簽證
註2：依國際財務報導準則編製，經會計師查核簽證
                                                                          

	最近三年度合併財務比率

	年  度

項  目
	103年
	104年
	105年

	財

務

比

率
	毛利率(%)
	29.82
	34.90
	34.84

	
	流動比率(%)
	350.76
	313.16
	332.96

	
	應收帳款天數(天)
	2.80
	2.52
	2.28

	
	存貨週轉天數(天)
	3.34
	2.81
	2.39

	
	負債比率(%)
	28.24
	31.69
	32.63


                                                                          

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image14.png]



公司概況資料表
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